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Este invento se refisre a un procedimiento para la

obtencidén de una aleacidn mejoréda para soldadura de partes

metélicas.

Soldar es un método comunmente usado para unir

partes metdlicas, en el qua se funde una aleacién:ﬁ?xun

P

punte de fusidn inferior que las partes a unir, a lo que se®
hard referencia a continuacidn como una aleacidn para. solda-
. Ay s

dura & como metal para soldar, y este se deja fluir,por accidn

capilar entre las superficies a unir de las partes metdlicas.

ANaAaa

' Las partes metdlicas quedan sin fundir, pero estan unidas

|

gcuando se solidifica la aleacidn para sqldar Ys sqkéiﬁuiﬁn—_
Femante, no pueden ser separadas calentandolas a uééi%empergéi
tura similar, Tipicameﬁte, las alsaciohes para solbérise fun~
gén.a una temperatura por encima de 800°F . | y
En la mayoria, pero no en todas, en las operacio-
nes de soldar, se anuiere un fundente., E1 objaeto de este fﬁn- ,
dante es, principalmente, inhibir la oxidabién de la alsacién
de soldadura o del metal para soldar y de l;s superficies !
de las partes metilicas que han de ser unidas, durante el
calentamianto. Sin embargo, el fundente debariq sgr capaz
tambien de fluir a una temperatura por debajo del puntaida
fusidn de la aleacidn para soldar; deberia impregnar las

superficies de las partes metdlicas; deberia facilitar la

impragnacién de las partes met4licas por la alsacidn para sol=-

i“/i'
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dar fundida. Las clircunstancias bajo las cuales se puede

| omitir el fundente son gensralmente las operaciones de sol=

dar en horno, en las que ia misma atmosfera reductora del
horno inhibe la formacidn de dxidos de supsrficie.

La prictica, gensralmente acaptada en las opera-
ciones de soldar, requiere el uso de fundente, el cepillar
el fundente sobre las superficies que se tisnen dﬁé:ﬁnir, con
anterioridad a la aplicacidn de aleacidn para soldar y del
calentamiento, aunque otros métodos, tales como sumersidn
y pulverizacidn se han empleado., Con el fin de evitar esta
aplicacidn anterior de fundente, se han desarrollaco pastas’
para soldar que consisten esencialmente en una mezcla de alea-
cidn para soldar particulada, fundente y vehiculo, La pasta
se aplica s;mplemente en las superficies a unir y luago se
calienta la zona para volatilizar el vehiculo y efectuar la
mezcla con el fundante y soldar en, esencialmente, una ope-
racidn. Sin embargo, estas pastas para soldar sufren de una
desventaja particular de malas condicionss de almacenaje,
Esto pusde ocurrir debido a una o a varias razones, por
e jemplo, pérdida gradual de la actividad fundente debido a

la reaccidn quimica entre el fundente y vehiculo y tahbien

entre sl fundente y la alsacifn para soldar en el medio lidui-

do, pérdida de vehiculao por svaporacidn, y asentamiento de la
aleacidn particulada para soldar, Ademas, se ha demestrado
dificil de encontrar una formulacidn de pasta para soldar

qua sea lo suficientemente dura y no liquida, para reducir

L I T TP S
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a un minimo en el problema del asentamiento y quedarse en
sl lugar, una vaz aplicada a las superficies a unir, antes
de tener lugar la soldadura y sin embargo lo suficiente
fluida, dispuesta para sar aplicada a dichas superficies,

. El obje£o principal del praéants inventc es prﬁveer
un procedimiento para producir una nueva composicidn para

soldar que venza algunas 6 todas las razones antedithas de

o
Ll ,B

mal almacenaje y propiedades de aplicacidn de pasta para

soldar.

De acuerdo con un aspecto del presente 1hvéntn

un procedimiento para producir una composicidn de s@ldadura

contaniendo 50 - 95 en peso% de una aleacidn de soldadura,
hasta 50 % en peso de un material termoplidstico ylgﬁgional-

mente hasta 25 % en peso de fundente, dicho procedimiento

comprende las etapas de:

Ao
“as

a -

1., Calentamiento del material termopldstico has-
ta una temperatura menor que el punto de fusidén de la alea-
cidn de soldadura y en la cual, el material termopldstice,
se encuentra en una condicidn fundida,

2.- Afadir lentamente el fundente, si estd presen-

.te, al material termopléstico fundido, para producir una

mezcla sustanciélmente uniforme de fundente dentro del mate=-
rial termopléstkco,
3.- Agitar la mezcla de la etapa 2 y afiadir a ella
particula; de la aleacidén de soldadura, teniendo dichas par-
ticulas un tamafic de particula que cae dentio dei margen

de 20 a 250 micras,

eofee
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4.~ Enfriar 6 dejar que la mezcla de la etapa 3
se enfrie y lueqo, ‘

5.~ Transformar la mezcla enfriada en polvo &
otra forma granular,

Preferiblemente, las composiciones para soldar
de acuerdo con el invanto comprenden 70-90 % de peso de
aleacidn para soldar, L

Donde la composicidn para soldar comprenae un
fundente, 8l fundente asti preferiblemente presente sn una
cantidad de hasta 20.% en peso de la composicidén para sol=-
dar.

Como ejemplo, una composicidn para solcar, sin
furidente, de acuerdo con el primer aspecto del invénto, con-
tiens, aparte de impurezas, 85; en peso de aleacién para sol-
dar y 15% en peso de material termoplastico, m2entras que
una pasté de soldar, igcluyendo fundente y de acuerdo con
el invsnto, contiene, aparte ds imqurazas, 80% en peso de
alsacidn ﬁara soldar, 10% en peso de fundente y 107 en peso
de material termoplastico, .

Hemos encontrado que el tamafic de la particula
de la aleacidn para soldar deberd.seleccionarse mas bien
para una soldadura Gptima que para propiedades dptimas de
almacenaje, y @stos requerimientos tiemdema entrechocar.

En una composicidn ideal para soldar, serfa dessable una

gran concentracidén de aleacidn para soldar particula pequé~

By T D e NG
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fa, para una buena duracidn de almacenaje, perc tales par-
ticulas proporcionan una gran superficie de aleacidn para
soldar que, consecusntemente, requiere una grah cantidad
de fundente, en aquellas operaciones esn que este as':aqueri-
do. Prefefimos, de conformidad, elegir un.tamaﬁo dﬁ_particula
algo mas grande, presbntando’con ello una superficie corrég
pondientemente infaripr,:y confiamos en la carac@éigética
esancial del invento,-esto as, la inclusiﬁn darunzdaéerial
termoplastico para proporcionar las propiedades requeridas
de almacenaje, Hemos encontrade gue, para la mayui?éide los
fines, las particulas de al8acién para soldar deberian pasar
a través de una criba de malla 60 y ser retenidas  por una
criba de maila 400, por ejemplo de 20 a 250'micra§fﬁﬁ mar-
gen de tamafio, aunque se pusdan incluir, si se deééa; c;nti-
dades_meﬁuras de particulas, fuera de este margeni@@}tamaﬁo.
Este mafgen de tamaﬁo~de particulq ha sido formado para dar
éaracteriséicas Sptimas delflujo y- espacio minimo de vacio
para relleno cbn material termopiéstico.rAdemas, se evitaﬁ
asi problemas reologicos asociados<con pastas liquidas para -
soldar. ' |

£l probedimiento del presente invento puede apli=-
carse a cualquiera de las del amplio margen de aleaciones
para soldar en uso; mas § menos comin, pero desde luego es
particularmente aplicable a aqusllas a{éaciones para soldar
que se emplean tipicasgente, en gran volumeﬁ, en operacianes

de soldar automatizadas, por ejemplo, las alasaciones de )

'soldar basadas'.en plata, usadas comunmente en la Fabricacidn

de automdviles, partes de aeroplanos, articulos domésticaos,

-
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esquipo de fontaneria,‘calefaccién y refiigeracidn, y joye=-
ria y plateria. 5in embargo, se pueden smplear otras alesa-
ciones para.soldar de metal noble, por ejemplo, aleaciones
basadas en oro 6 paladio, 6 aleacionss para soldar de metal
basa, por ejemplo, aleaciones basadas sen cobre,

El material termopldstico comprende tipicamente
componentes de cera y resina, la cera para proporciocnar bug
nas propiedades de almacenaje y la resina para mantener cier=-
ta viscosidad al aplicar calor.

El material termoestable, si astd presante, no
contribuye a & disminuye las propiedades de almacenaje da

composiciones para soldar de acuerdo con el invento, pero
ayuda a la aperacidn de soldar, cuyo calor inicia el entre-
cruzamianto, reduciendo asi la confianza en la gravedad &

la accidn capilar del material termoplésti§O’fundida en
mantener la aleacidn para soldar y fundente, si estd presen-
te, en el lugar en las superficies que se tisnen que unir.
De esta Forma se pueden proporcionar uniones seldadas en
sitios en los cuales hasta ahora ha sido dificil & incluso
imposible efectuar una unidn satisfactoria,

El material termopldstico,y, si esta presente, el

material termoestable, deberan quemarse limpiamante al apli-

. car calor para sfsctuar la operacidn de soldar a tempsratu-

"ras a por debajo de temperaturas a las cuales, si aun estan

pressntes, interferira § interferirian en las oparacionas
fluyentes y de soldar., Es decir, la soldadura qus use com-
posiciangs para soldar hechas de acuerdo con el invanto,
puada considerarse consiste esencialmente en dos G tres

atapas separadas, segln ésté o no, esta presente 8l funden~

vol oo
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te, La primera etapa es que el material termopldstico se

funde v se quema limpiamente y el material termoestable,

si estd presents, se entrecruza y se quema, la segunda eta=-
pa 8s que el fundente, si estid presente, se funde y se que-
ma y la tercefa 6 etapa final es qua la gleacién de soldar
se funde para efaectuar la operacidn de soldar. Hay p?eFeri-'
blemente una ligera superposicidn entre las atapaéigﬁdivi-
duales, particularmente donde esté incluido un ma%érial ter-
moestable en la composicién para soldar, de forma que el
fundente, en fusidn 4. fundido, retiene en su sitio T3 alea-

cidn para soldar en particular, despues de que se Waya que~

mado el material termoestable, RS

La mezcla de aleacidn para soldar en pa%t&ﬁulas .
y material termopldstico, incluyendo opcionalmanté~témbien

fundente, puede existir como una dispersidn fisica.de alsa-

- cién para soldar en partfculas y, opclonalmente fundente,

cubierto & encapsulado con é en material termoplidstico.

£l fundente, si estd pressne, puede ser cualquiera’

de los fundentes normales empleados con una aleacidn dada de

soldar, por ejempla bérax, que es un fundente relativamente
inactivo § fundentes activos de tipo fluoruro & varios flug
boratos teniendo actividad fluyerte intermedia. ﬁuesto que

en sl almacenaje y donde las particulas estan presentes como
dispersidn, se mantienen las particulas de la aleacidn para

soldar y el fundente en una matriz relativamente rigida,

hay un riesgo minimo de reaccién quimica entre ellos, que

. M L] ./0 L]
i E
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conduciria a disminuir el tiempo de almacenaje.
Las composiciones para soldar, hechas des acusr-

do con el procedimiento del invento, pueden emplearse en

" una variedad de formas. Por ejemplo, una composicidn para

~ soldar de acuerdo con el primer & segundo aépactu del inven-

to .y en la forma de particulas encapsuladas, puede aplicar=-
88 a una pisza de trabajo a temperatura ambiente, via un

aplicador calentado., 5i se emplea una composicidén para sol=-

dar de acuerdo con el primer aspecto, esto es, con material .

no termoestable, la temperatura de aplicacidn puede ser tan
caliente que no se pequiers mas calentamiento para'éfactua£
una unidn satisfactoria de soldar, Si, jpor otra parte, se
usa una composicidn para soldar de acusrdo con el sagundo
aspecto del invento, puede aplicarse la composiciéﬁ a upa
temperatura moderada, digamos EDOC, a la que es relativa-
mente liquida, y subsiguientemente se aplica calor para en-
trelazar el material termoestable y efectuar la soldadura.
Otra ventaja de las composiciofies para soldar he-
chas segin el invento, sobre la prdctica anterior, ss gue
las composiciones pueden sar heschas cbmo formas previas,
tales como anillos & semejantes, por ejemplo, por moldura,
por inyeccidn & extrusidn, de una manera muy similar como
anillos tradicionaies para soldar hechos de aleaciones

de soldar, Estas formas previas pueden almacenarse despues,

-indefinidamente, a temparaturas de ambiente'y sencillamenta

gostensrlas an su sitio contra las superficies a unir y

ve/on
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- gradientes de aleacidén y mirgenes de fusidn: . ..

. calentarlas como en una operacidn standard ds soldar, Estas

formas previas tienen desde luego, la ventaja particular,
sobrs los anillos tradicionales de éuldar, que sl fundente
puede incluirss en la compesicidn, Otra véntaja aun es una“
proporcién constante y predeterminada de fundente y>aleacién

para soldar,

'

A continuacidn se dan ejemplos de alguﬁﬁs:de.1a§

_ aleaciones para soldar que pueden emplearse en cOmpdsicionss
:.; para soldar hechas de acuerdo con el invento, tadas disponié

" bleg de Johnson Matthey Metals Limited, junto cofi-sus in-

-~

Aleacidn da seldar  Ingredientes Solido °C Liquide °¢

“Easwaloﬁ 50%Ag; Cu;Bd; Zn 620 7" 630
"Mattibraze 34" 34%Ag; Cup Cd; Zn 612 -,'i668
"Arga~bond" 23iAgiCusCd;zn 616 . 735
"Easy-Fla No.3" 50%Aq; CusCd; Zng Ni_ 634 " 656
mArgobraze 56"  56%Ag;CujIn; Ni " o0 711
"Sil-fos® _ 15%Ag; Cu; P G644 700
Plata-cobre eutec- - 72%Ag; Cu . 7718 - 718 .
tico : _
"Silve-flo 12" _ 12%Ag; Cu; Zn 810 ' 838
"Silver-Fio 400 40%Ag; Cu; Zn; Sn 640 - 700
"Pallabraze 810" 5% Pd; Ag; Cu 807 810 °
"Pallabraze 950" '25% Pd; Ag; Cu 901 950 '
“Pallabraze 12870 605 Pd; N 1237 1237
"Orobraze 910".' BO% Au; Cu; Fe - 908 ! 916
"Orobraze 1030" 35% Au, Cu; Ni 1000 : 1030
]
* ol
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Aleacidn de scldar Ingredientes Solido °C Liauide ©

“Qrobraze 980" 685% Au; CujNizCr; B 960 980
"A" Bronze 965% CuyNi; Si 1090 1100
"g" Bronze 974 Cu;Ni; B ~ 1081 1101

Ejemplos de fundentes que puedan emplsarsa en com-

posiciones para soldar de acuardo con sl invento son:

-Eundenta Margsn activo®C
#Easy-flo" fines gensrales 550 - 800
"Easy~flo" calidad acere ino- 550 - 780

‘xidable
“Tenacity" fundente No. 2 550 - 8L0
"Tenacity" fundente No, 5 600 - 10C0
"Tenacity" fundente No. 6 550 - 80d¢
"Tanacity" fundents No, 8 550 - 800 |

Un fundente particular se selecciona genzralmente
de acuerdo con el material que se requiere para unir 8 al
tipo de soldadura, Por ejemplo, "Tenacity" fundente No.2,
se usa generalmente para calentamiento por induccidn; "Te=-
nacity" fundentes No.5, para acero inoxidable y "Tenacity"
fundente No, 8 para aleaciones de niguel.

Ceras para uso en lés composiciones para soldar
del invento pueden selsccionarse de la géma de ceras naturg”

les y sintéticas. Ejemplos de cera natural son espasrmaceti,

~ cera de abeja, y 4cido estedrico (ceras animal), carnauba,

ceras de arrayan y candelilla (vegetal) y ceras montan, cere-
sina y parafina Cmineral). Ceras animal y vegestal son gene-

ralmente esteres Scidos grasos de alcoholes mono-hidroxidicos

" superiores. Ejemplos de ceras sintéticas son ceras de polie-

tileno y polietilen-glippl (tales como "Carbowax" marca

ool os
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registrada) y cera microcristalina.

Se pueden selecéionar resinas para su usao en
composiciones para soldar de acuerdo con el inventm,ide
la gama de resinas naturales y sintéticas. Resinas natura=
les son materiales viscosos sdlidos & semi-sélidos,ﬂderi-
vados en su mayoria de secreciones de ciertas’plantas y

drboles. Ejemplos son colofpnia, resina de celulosa, goma
P ]

natural, brea de pino, pez y balsamo de Canada, R&sinas

sintéticas son materiales amorfos, orgdnicos, semi-sélidos

¢ sdlidos producidas por polimarizaci5n, Ejemploé”één
polipropileno, polietileng, polimetilmetacrilato,” poliisopre-
no, poliisobutileno y poliestirsno, tstas resinas--~son

termopldsticas, v X

Resinas termoastables son resinas gque %ezéolidi-
fican & endurescen al balentat. € jemplos son resiﬁ§§fde fe- ‘
nol formaldehido y resinas4de urea formadehido, |

Ejemplos de composiciones para sold;r hechas
de acuerdo con el pres:nte invento son como sigué, porcen=

taje establecido por peso:

.Eiamplo 1

Aleacidn de soldar "Mattibraze 34" 60%

Fundente "Tenacity" fundente No.2 20%

Cera de carnauba . 10% |

Resina de fenol formaldshido o 0%

Ejemplo 2. ‘ .

Aleacidén de soldar "Easy-Flo; : - 70%

Fundente.;Easy—Flo" Tundente pa;; fines gang 20 .
rales “° o

Cera microcristalina : 10%

../.. "
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Ejemplo 3

Aleacidn de soldar "Argo-braze"
Fundente "Tenacity" No, 6
Polibutil metacrilato

Cera parafina

E jemplo 4

fleacidn de soldar "Silbralloy"

Eara parafina

605%
20%
10%
10,3

80% "'

20%

gste es un sjemplo de una composicidn para saoldar, sin fun

dente, de acuerdo con el primer aspacto del inventv y pusde

emplearse para soldar cobre, Una composicidn similar smplean=

do aleacidn para soldar eutactica plata-cobre, es apropiada

para soldadura de hogar, bajo condiciones reducturas,

Puadaen seleccionarse otras composicionas para

soldar segin el material a soldar, las condicionss de la

soldadura' y la forma fisica, accesibilidad etc. de las su=-

perficiss a unir,

Materiales termopldsticos no comprencen necesa-

riamente uno de los materiales citados, 6 una sencilla mez- .

cla binaria, Férmulas mas sofisticadas pedrian ser requeri-

das como sigue:

E jemple 5

Alcohol estearico
Reéina ciclohexanana
Resina fendlica
Resina

S5al disodica del acido naftalensul=
fonico condensado de formaldehido

g una formula mas sencilla

LAt

T R N
-

45%

14, 4%
14, 35
14, 3%

125

../.0
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E jemplo 6 ’
Cera de lauril ester 77, 91%
Cera de ester abietico 22’09%

' 100.00%

Una férmula tipica para un material tsrmoesta-
ble es "Araldite" resina MY’ 752 (96%) y endurscedor "Arale
dite" HT 973 (4%), 'aunque otros productos pueden_ szleccio-
narse seqln el tiempo de solidificacidn desaadoifﬁgmpera-
tura de combustidn ete,, y esto se puede affadir a los anteQ

riores sjemplos 2 - 4 & sustituidos por la resina termogs=-

-
-

table en el Ejemplo§1, para proporecionar, en asociécién con

T

una aleacidn para soldar en particulas y, si se desea, fun-
. o 2]

St g

dente, una composicidn para soldar de acuerdo con.el segun-

do aspecto del inventao,
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1 1.- Procedimiento para la obtencidn de una alea-
cién mejorada para soldadura conteniendo de 50-93:; en peso
de una aleacidn de saldadura hasta 50% en peso de un mata=
rial termopldstico y opcionalmente hasta 25 an peso de
fundente, comprendiendo el procedimiento las atapas uJu:

1.2 Calentar el material termopldstico haéfa una
temperatura menor que el punto de fusidn de la aleacidn
de soldadura, a cuya temperatura el material termopldstico
estd en una condicidn fundida.

2.% Afadir lentamente &l fundente, si esta pre-
santae, al maéarial termopldstico, para producir una mezcla
sustancialmente uniforme de fundents dentro del matserial
termoplastico.

. 3.& Agitar la mezcla de la etapa 2, y afadir
a ella particuias de la aleacidn de soldadura, tenienco
dichas particulas un tamafio que cae dentro del margen de
20 a 250 micras.

4fi Enfriar 6 dejar que se enfrie la mezcla de la

etapa 3 y luego,

S.Q Transformar la mezcla enfriada en polvo &

otra forma grnular,
2.- Procadimiento, segin la reivindicacién 1,
sn el que el material termoplastico, el funcdente y la alsa=

cién de soldadura estan presentes en la proporcién de 1: 1

: 5 respectivamenta.

eof 0o
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3.~ Procedimiento para la obtencidn de una

. . ,
aleacion me jorada para soldadura segin la reivindicacidn

1 6 2, contenienco de 70 a 90 % en pesorde dicha aleacidn
de soldadura, ' |

4,- Procedimiento seqdn la reivindicacidn 1
comprendigndo B85x en peso de esta aleacidn de-SQIQadura
y 15% en paso de este material termoplistico. Aj;

S,= Procadimienfo segln cualgquier rei&indicacién

precedente en el que el fundente es bdrax, un fundente ac-

Y
’\‘\

tivo del tipo fluoruro & un fluo-borato.

6.- Pfocadimientn, segln la reivindicacidn 7,
conteniendo hasta 20 % en peso.de este Fundanté;hf;

7.- Procedimiento, segln la feivindic;éiSn 54
6, en el'que la composicidn de soldadura comprénde:BU% en
peso de esta aleacidn de soldadrua, 10% en peso d;feste
fundente y 10% en peso de este material termopléstico.

8.~ Procedimiento, segdn cualquier reivincica-
cidn precedente en el que hasta 25% en peso del material
termoplistico esta reemplazado por.un material termoesta-
ble.

9.~ Procedimiento, segin la reivindicacidén 8, en
8l que este material termoestable es una resina de fencl-
farmaldehido & una resina‘de ursa~-formaldehido.

"10.~ Procedimiento saeqgdn cualquieg reiQindica-r
cién precedente en el que dicha alsacidn de soldadura es
una aleacidn de un metal noble,

11.~ Procedimiento, segdn la réivindicacién 10,

en el que dicho metal noble ss plata, ora & paladio.

ealos.
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12.~ Procedimiento, de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 9, en el que dicha aleacidn de
soldagura es una aleacidn de metal de base,

| 13.- Procedimionto de acuerdo con la reivindi-
cacidn 12, en el que oste metal de base ss cobre,

14,~ Procedimiento de acuerdo con cualquier
reivindicacidn precedente en el que este material termo-
plistico es una cera.

15,~- Procedimiento de acuesrdo con cuaiquiara de
las reivindicaciungs 1 a 13, en el que dicho material termo-
plistico ss una mezcla de una cera y una resina.

16.~ Proéedimiento, de acuerdo con la reivindi-
cacidn 14 é 15, en 8l que dicha cera es un ester de 4cido
graso de un alcohol monohidroxilico superior,

17.- Procedimiento de acuerdo con la reivinci-
cacidn 14, o 15 en el que dicha cera es una cera natural
selaccionada de espermaceti, cera de absja, acido esteari-
co, cera del Brasil, cera del arrayan, cera candelilla,

cera ds montano, ceresina y parafina.

18.~ Procedimisnto de acuerdo con la reivindi-
cacidn 14 & 15 en el qus dicha cera es una cera sintética
seleccionada de cera de polietileno, cera de polietilen.
glicol y cera microcristalina.

19.~ Procadimiento de acuerdo con la reivindi-
cacidn 15, & cualguiera de las reivindicaciones 16 a 18,
como affadido a la reivindicacién 15, en el que dicha rasi-
na es una resina natural seleécionada de colofonio, resi- .
nas de calulosa, caucha natural, brea de pino, pez y bal=-

4
samo de Canada.
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20.-‘Procedimiento de acuerdo con la reivinzica-
‘cién 15, 6 cualgjuisra de las reivindicaciones 16 a 18, co-
mo affiadidas a la Teivindicacién 15, en el que dicha resina
es una resina sintética termopldstico, saleccionada de poli-
propileno, polietileno, polietilmetacrialato, poliisapreno,

poliisobutileno y poliestirsno,

21.~ Procedimiento de acusrdo con cualnuier reivin-

- dicacidn precedente en sl que dicha aleacidn de soldadura es-

t4 dispersada en este material termoplistico.
22.~- Procedimiento de acuerdo con cualouiera de
las reivindicaciones 1 hasta 20, en el que ‘las particdilas

de dicha aleacidn de soldadura'estan ehcapsuladas‘aﬂ dicho

material termoplidstica,

23,- Procedimiento de acuardo con cualqd{ézé—de
las reivindicaciones precasdentes en el que la tempeiatura
de la etapa 1, de la reivindicacidn 1, estd dentro.del mar-
gen de 30 a 150eC. - BRI

24.- Procedimiento de acuerdo con cualquiaqzreivin-
dicacidn precedente en el que la cumposiéién de soldatura

S

estd formada en un anillo d otro elemento de soldadura con=-

.vanientemente Formado.

25.~ Procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cidn 24, en el gue dicho elementc de soldadura estd formado

previamente mediante moldeo por inyeccidn o extrusidn,

il
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26.="PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UNA
ALEACION MEJORADA PARA SOLDADURA",

De conformidad en un todo en lo sgsencial y fines

industriales a lo descrito en la precedente memoria descrip=-

tiva.

Esta memoria consta de DIECINUEVE hojas escritas

o mecaﬁografiadaa por una sola cara a doble espacia,

fﬂadrid.-' 2 JUL 1979

Por autorizacidn de la interesada.

- e .
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